Wie kann die Schweiz den Zugang
zu Computer-Chips und Halbleitern
sichern?
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Programm

- Halbleiter, die unsichtbare Grundlage einer modernen Wirtschaft:

strategische Chancen fiir die Schweiz
Alexandre Pauchard, CEO CSEM

 Vom Rohstoff zu den Komponenten: Risiken fiir Halbleiter-
Versorgungsketten und wie sie sich minimieren lassen
Patrick Wager, Head of Technology and Society Laboratory, Empa

* Halbleiter: Handlungsoptionen
Jiirg Leuthold, Head of the Institute of Electromagnetic Fields (IEF), ETH Ziirich
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UNSICHTBARE GRUNDLAGE DER MODERNEN WIRTSCHAFT -
STRATEGISCHE CHANCE FUR DIE SCHWEIZ



HALBLEITER SIND UBERALL

KOMMUNIKATION

INFORMATIK

Digitalkameras
Navigationssysteme
Radios
Scanner
Smartphones
Fernseher

Uhren

4 « CSEM Quelle: Intel

Laptops
Prozessoren (CPU)
Dioden
Mikrocontroller
Phototransistoren
RF-Sender
Transistoren

Kabelloses HD-Video

_ Informatik, Gesundheit, Industrieausriistung,
- Transport, Energie, Robotik, ...

KONSUMGUTER
[ loT

Geldautomaten (DAB)
Rauchmelder
Internet
Kuhlschranke
Kaffeemaschinen
Videospiele

Waschmaschinen

Unterhaltungselektronik, Kommunikation,

GESUNDHEIT

Blutdrucksensoren
Hoérgerate
MRT
Herzschrittmacher
Ultraschallmodule

Drahtlose
Patientenmonitore

. HALBLEITER 5

INTELLIGENTE
ENERGIE

Temperaturfihler A/C

Effiziente
Logistiksysteme

LED-Lampen
Steuerungssysteme

Hausautomations-
systeme

Sicherheitsgerate

Solarmodule

TRANSPORT

Fortgeschrittene
Fahrerassistenzsysteme

Diagnosegerate
Kartierung/Sensoren

Navigationssysteme

= CSem



EIN AUTO ENTHALT UBER 2°000
CHIPS - SIE MACHEN 40 % DER
HERSTELLKOSTEN AUS

Automatisches Bremsen

Nachtsicht T Antiblockiersystem T

Uberwachung der Fahreraufmerksamkeit Elektronische Gaspedalsteuerung Adaptiver Tempomat
Ereignisdatenrekorder ¥ Getriebesteuerung % Adaptives Frontlicht
Automatisch abblendender Riickspiegel Sitzpositionssteuerung Airbag-Auslésung
Innenbeleuchtung Spurverlassenswarnung Motorsteuerung
Aktive Gerauschreduzierung im Innenraum Kindersicherung
Steuerung der Innenraumumgebung

Unterhaltungssystem

Batteriemanagement

Spurkorrektur

Elektronische Maut
Digitale Blinker

Navigationssystem

Sicherheitssystem

Aktive Federung

Berganfahrhilfe Totwinkelerkennung Head-up-Display
Rekuperatives Bremsen Aktive Vibrationskontrolle Unfallrekorder
Reifendruckiberwachung ¥ Automatisches Start/Stopp % Armaturenbrett

Parksystem T OBDII T Sprach-/Datenkommunikation
Aktive Gierregelung Zylinderabschaltung DSRC

Elektronische Stabilitatskontrolle % Variable elektronische Ventilsteuerung £ Schlusselloser Fernzugang
Aktive Reduzierung des Abgasgerauschs Elektrische Servolenkung Scheibenwischersteuerung

—0—0—0—06—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—0—=0

5 « CSEM Quelle: How Many Semiconductor Chips Are There in a Car? — Economist Writing Every Day

Anteil Elektronikkosten am Fahrzeugpreis

DIE KOSTEN
Laut Deloitte macht Elektronik
einen stetig wachsenden Anteil
der Gesamtkosten eines
Neuwagens aus.
50%
40%
30%

20%

10%

0%

2000 2010 2020 2030


https://economistwritingeveryday.com/2022/01/04/how-many-semiconductor-chips-are-there-in-a-car/
https://economistwritingeveryday.com/2022/01/04/how-many-semiconductor-chips-are-there-in-a-car/
https://economistwritingeveryday.com/2022/01/04/how-many-semiconductor-chips-are-there-in-a-car/

TECHNOLOGISCHE KONVERGENZ BESCHLEUNIGT DEN
TREND - WAS BEDEUTET DAS FUR UNSERE DIGITALE
SOUVERANITAT?

HALBLEITER KUNSTLICHE ROBOTIK
INTELLIGENZ

Elektronische Chips bilden das Sie ermoglichen die Erfassung und Die Daten werden von weiteren Chips Diese Modelle beschleunigen die
Herzstuck von Geraten und Nutzung von Daten. verarbeitet und speisen KI-Modelle. Automatisierung und z. B. die
Maschinen. Medikamentenentwicklung.

6 « CSEM 2 CsSem



GROSSE WERTSCHOPFUNGSKETTE: DESIGN,
AUSRUSTUNG, MATERIALIEN, PRODUKTION, PACKAGING,

TEST
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7 + CSEM Quelle: TrendForce (Juni 2023)

$356M

Tower @D psmc

Semiconductor

$332m $269M $234M $556M
|
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GROSSE VIELFALT AN CHIPS -
VON HOCHMODERN BIS SPEZIALISIERT

ZIELMARKT DER SCHWEIZER AKTEURE

f Fuhrende Reife / Legacy- NischentechnologiD

Technologien Technologien Photonique, SiC, ...

@ <A NVIDIA

Kl, Hochleistungsrechnen (HPC), RFID, Bluetooth, Sensoren, Automobil, Gesundheit, Batterien, Industrie,
Mobile Gerate, 5G, autonome Industrie, Displays, Uhren, ... Quanten, Biosensing, Metrologie, ...
Fahrzeuge, Verteidigung, ...

8 « CSEM 2 CsSem



CHIPS WERDEN IN REINRAUMEN HERGESTELLT -
VON DEN KOMPLEXESTEN BIS ZU DEN EINFACHSTEN

Alternative, genutzt von zahlreichen Akteuren:
FABLESS — Produktion auslagern,
sich auf Design und Test konzentrieren

Fuhrende Technologien

2-nm-Knoten :

t’s:g'.f}c (Taiwan, $30 Mrd./Fabrik, $30k/Wafer), Reife / Legacy-TechnoIogien

SAMSUNG (Korea),

Knoten
I USA), . .
intel. UsA 10 nm — 28 nm/ 40 nm — 180+ nm, Nischentechnologien -
it Rapidus (Japan: $40 Mrd., ab 2027) $500 Mio. — 10 Mrd./Fabrik Photonique, SiC, ...

Geringere Investitionen $50-200 Mio.)
SCHWEIZER AKTEURE 0

9 « CSEM 2 Csem



STARKEN DER SCHWEIZ -
ERSCHLIESSUNG VON NISCHENMARKTEN

Chips und Module fiir spezielle Anwendungen

\ : Y - S
% / ; ) ‘}““:’\\ "—: /v‘

Evatec AG Sensoren, Kameras Mikrofluidik-Chips Kl-Beschleuniger
© Qualitat ¢ Kreativitat
}}%"ﬁ Leistung {:oj: Multi-Technologie-Integration
t;@ Préazision und Zuverlassigkeit Beherrschung der Fertigungsprozesse

10 + CSEM 2 CsSem
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SWISSCHIPS - FORDERPROGRAMM 2024-2027

| UbergangsmafRnahme, finanziert durch das SBFI, mit
’, dem Ziel, eine starke Position der Schweizer Forschenden
und der Schweizer Forschungsinfrastrukturen in den
Bereichen Halbleitertechnologien, Mikroelektronik und —
genauer gesagt — der Entwicklung modernster integrierter
Schaltungen (IC) sicherzustellen

PROJEKTPARTNER

ETHzirich | =P&~L @ :=csem

SwissChips
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SCHLUSSFOLGERUNGEN

Halbleiter —

unsichtbare
Grundlage
der modernen
Wirtschaft

-

Strategisch fur Europa
und die Schweiz —
essenziell fur die
technologische
Souveranitat, wahrend
Europa in diesem Bereich
Ruckstand hat

R —

"'09000000000000000000 ‘
A e

Fokus auf unsere
Starken —

fUhrend in spezialisierten
und Nischenmarkten,
Fokussierung auf
Design- und nicht-
standardisierte
Produktionsaktivitaten

5
DI
U

Chancen bei
intelligenten Losungen —
Schweizer Akteure sind

im Bereich Design gut
positioniert, kdnnen
Losungen mit hoher
Wertschopfung schaffen




SCHLUSSFOLGERUNGEN

Fortfilhrung des Swisschips-Programms Uber
2027 hinaus

Investitionen in den Ausbau der Forschungs- und
Entwicklungsinfrastrukturen (Reinraume)

Gezielte Unterstlitzung von im Halbleiterbereich
tatigen Unternehmen, z. B. durch eine Innosuisse-
Finanzierung

Entscheidend,
schnell zu handeln —

Ohne mutige Investitionen und ohne
Entschlossenheit wird Europa noch weiter

zuruckfallen.

Nationale Initiative nach dem Modell der Swiss
Quantum Initiative

C £ KX

14 + CSEM zCsem



ENTWICKLUNGSFONDS SELTENE METALLE I I

Materials Science and Technology

Science et politique a table, 3. Marz 2026, Bern
Vom Rohstoff zu den Komponenten:
Risiken flir Halbleiter-Versorgungsketten
und wie sie sich minimieren lassen

- Patrick Wager, Empa, ESM
~ Alessa Hool, ESM




Aktuelle und zukiinftige Diversifikation der Halbleiter-
Versorgungskette nach Segmenten

Method * Distribution, 2022 Geo diversification
4%

Barriers to entry due to high R&D spend

HQ
revenue 51% 10% 9% 13% 8%6% @ - Diversification of where companies hire, locate,
and train talent for R&D and engineering
3% . . ..
Use of Al in design process for efficiency
EDA & H . . . .
Q 68% 25% - Growing domain-specific architecture
core IP revenue
3% - Focus on power, performance, and area

. Barriers to entry due to specialization and R&D intensity
Equipment HQ

& tools ERIE 47% 18% 26% - Moderate diversification of geographic footprint of

R&D and training centers by current market leaders

HQ Increased co-location near new fabs

H o, 9, L) 0 o,
Materials revenue 9% 6%/ S 2826 R 10% @ - Continual vulnerabilities in specific materials
categories and related critical minerals

Government incentive programs to attract fab investment

10% 8% NS R 18% e~ @ - Substantial CapEx across destination regions by
major companies, with the bulk in advanced logic

Wafer Site
Fabrication capacity

. - Policy support for conventional packaging in new markets
Site 6% 9% 28% 30% 20% @ in Southeast Asia, Latin America, and Europe

capacity . L . . ]
3% Disruptive impact of chiplets in advanced packaging
o

* value added by region in % BNLIS IS sp aniMTanwen [ EL Unchanged @ Moderate @ Substantial
M Korea M Mainland China M Others

1. Represents both fabless and IDM design ATP: Assembly, Test & Packaging; Core IP: Intellectual Property Core; EDA: Electronic Design Automation
Source: SEMI; Yole Group; BCG Analysis

BCG & SIA (2024); Der Bundesrat (2026)
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" Bestimmung der "Kritikalitdt" von Rohstoffen in der EU

* 4 X

A

= Globale Versorgung & EU Beschaffung
— Angebotskonzentration (global, EU)

— Lander - Governance (WGI)

% — Importabhangigkeit
; — Handelsbeschrankungen
% < — Lieferkettenengpasse
D @rz?". = Substitute
\(\0.&\;\\' — Produktion, Kritikalitdt und Co-production
& = Recycling
non-critical — Recycling-Rate am Ende des Lebens (EOL-RIR)

:
Economic importance

EC (2023a)
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| Bestimmung der "Kritikalitit" von Rohstoffen in der EU °

* 4 X

14 von 41 20 von 54 26 von 61 30 von 66 34 von 70
(39 + 2 Gruppen) (51 +3 Gruppen) (58 + 3 Gruppen) (63 + 3 Gruppen) (67 + 3 Gruppen)

European
Commision

Critical raw'materigls/fyor the EU

- S‘""Vc"" the review/ornallistiof Study on the EU's list of Study on the Critical Raw
o _— ritical Raw Materials &
= Critcality Assessments Critical Raw Materials Materials:for.theiEU
Report of the Ad-hoc Working Group on 2023
defining critical raw materials / REPORT ON CRITICAL RAW MATERIALS FOR THE EU (2020) Final Report
/ Final Report

Report of the Ad hoc Working Group on defining critical raw materials
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) Erneuerbare Energien

Bestimmung der "Kritikalitat" von Rohstoffen

——
4

Li-ion batteries

+

Wind turbines

QU

Heat pumps

Informations- & C/_\)
Kommunikationstechnologien ==

Data storage and servers

Elektromobilitat

Industrie

!—-IO\\

S &
Q

Luft- und Raumfahrt & Verteidigung

Robotics

Fuel cells

Traction motors

Hydrogen direct reduced iron and
electric arc furnaces (H2-DRI)

sl

Smartphones, tablets and laptops
e\m/
CZamaN®

Drones

Electrolysers

Solar photovoltaics (PV)

Data transmission networks

g

Sl

Additive manufacturing (AM)

RO

Space launchers and satellites

EC (2023b)



Supply risk
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o Kritische und strategische Rohstoffe der EU (2023)

34 kritische Rohstoffe / Rohstoffkategorien

(J
e 2023
Niobium
L .
o Magnesium
Gallium e
® LREE
Boron
[
Phosphorus
[
. » Cobalt ®PGM
Scandium , Strontium
eVanadium
Arsen|ceNatural .qraphiteo Lithium Antirponyo Bismuth
[¢] i i e
Natural teak wood .Germanlum ‘ Beryllium e Titanium metal
® Feldsparg Hafnium .'QMOHmdm
Sapel d Heliu eMan anese Tungstene
apele woo | Baryte eFluorspar Tantalum Alu 9 9
Cohng 5 foCK
Natural cork Perlite© Xenon OZ|rccn|um Tin o Natural rubber .
. Kaolln cla O OKrypton Silver . Molybdenum O Chromium
. Indiumo Kj ©OMagnesite Titanium Potash
Rheniumo Gyp ’ .® ©
o Hydrogero B$nt|on|te TeIIurlucr:n dm Seleonlumo Nickel Iron ore
0
Diatomite Slllc@ O Limestone 0 OSulphur
o Aggregates ® Olead Zinc
Roundwood Copper

Economic importance

EC (2023a)



Supply risk

* ¥ %
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| Kritische und strategische Rohstoffe der EU (2023)

16 strateglsche Rohstoffe / Rohstoffkategorien

o]
Natural teak wood

2023

Scandium i
eVanadium

O .
Sapele wood Heliurne
Coklng 5
Natural cork Perlite© Xenon OZ|rcon|um Tin
. Kaolln claxlo OKrypton
. Indiumo ©OMagnesite
Rheniumo Gyp
o HydrogelOBentonlte TeIIurlum
) 0 Talc O Cadmium ,yyu4s
Diatomite Slllc@ o leest
o Aggregates ~ _ ® oOlLec - Zinc aaaann
Roundwood

Copper H

Economic importance

- relevant fiir die Herstellung von Halbleitern

@

= Essenziell flr strategische

Bereiche wie erneuerbare
Energien, Digitalisierung,
Luft- und Raumfahrt,
Verteidigung;

= (Signifikante) Zunahme der
Nachfrage erwartet;

= Herausforderungen bei der
Skalierung der Produktion.

EC (2023a)



Finland
Nickel 38%

Norway =
Silicon metal 35%/'5

United States :
Beryllium* 67%= X

Morocco :
Phosphate rock 27% =

~ Mexico =
Fluorspar 33%

Guinea:
Aluminium (bauxite) 63%:=
(RERMR]

DRC
Cobalt* 63%
Tantalum 35%

EEBrazil
=Niobium* 92%

- Chile
2 Lithium 79%

36%
71%
81%
94%
41%

Palladium*

Platinum*

i Rhodium*
Ruthenium*

1 Manganese

- relevant fiir die Herstellung von Halbleitern

South Africa #
Iridium*

Qatar

Tiirkiye Helium 35
Antimony 63%
99%

III‘III

Kazakhstan -
Phosphorus 71% =
Titanium metal 36%" —

Landerabhangigkeiten bei der Versorgung der EU
mit kritischen und strategischen Rohstoffen

hina

aryte 45%

Bismuth 65% innnni
Gallium 71%

Germanium 459, ™ =
Magnesium 97% ™ -
Natural Graphite  40% = -
LREE 85% : :
HREE 100%

Scandium* 67% ™ -
Tungsten 32%

Vanadium* 62% LR

v

* share of global production
italic = extraction stage
regular = processing stage

EC (2023a); Goswami (2023)



" Handelsbeschrankungen fiir Rohstoffe zur Herstellung

*

@

Gallium and germanium: What "If you won't give us chips, we won't
China’s new move in microchip war  give you the materials to make those
means for world chips..."

*

von Halbleitern

® 2 August 2023

= 2023/2024: Exportkontrollen Ga/Ge/Sb

2024: Ausfuhrkontrollen und Lizenzierungspflicht
fur "Dual-Use" Rohstoffe

2024 Exportverbot Ga/Ge/Sb in die USA
2025: Exportkontrollen Bi/In/Mo/Te/W

2025: Exportkontrollen / Lizenzanforderungen
/ schwarze Liste (USA) fur Seltenerdelemente,
Magnete & dafir erforderliche Technologien

BBC (2023)
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== Recycling kritischer und strategischer Rohstoffe

* 4 X

60%
55%
&\ . g— -
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‘é 30% 28%
(]
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- relevant fiir die Herstellung von Halbleitern

EC (2023a); Eurostat (2026)



Recycling kritischer und strategischer Rohstoffe

Strategic Projects under
the Critical Raw Materials Act

uropean |

Urban == Commission
Mine Waste stream  About
Platform

STATEGIC PROJECT

Your gateway to data on secondary
& critical raw materials in Europe

= ) » & - L] - Description of project

The GePETO project is a germanium refining &
recycling project in Belgium. It aims at
Batteries Buildings Mining Waste Slags and Ashes Vehicles WEEE Wind Turbines Strengthening Umicore's capabilities th rough
technology development and facility upgrading.
This will result in higher germanium recovery yields
from existing feed, in innovative processes
supporting the recovery of germanium out of

complex waste streams from European industry
stream icons above to enter the platform and begin to access the vast knowledge it contains. Read more and a more resilient supply of germanium products Project Name:

to the EU value chain. GePETO
Funded by
the European Union

Compare all data

The extensive data provided on the Urban Mine Platform was compiled by the FutuRaM project and gives detailed insight into the availability and recoverability of

secondary and critical raw materials contained in seven different waste streams in the EU, with projections along different scenarios to 2050. Click on the waste

UK Research
and Innovation

Materials Science and Technology

EC (2025); FutuRaM (2026); Rawclic (2026)



= Politische Initiativen fir eine sichere und nachhaltige
Versorgung mit kritischen & strategischen Rohstoffen

@

*

Critical Raw Materials Act (2024) ReSource EU Action Plan (2025)

Zugang zu einer sicheren & nachhaltigen Beschleunigung der EU-Rohstoffstrategie
Versorgung mit kritischen Rohstoffen

= |dentifikation kritischer und strategischer Rohstoffe; * Mobilisierung von rund 3 Milliarden Euro innerhalb von
= Schaffung sicherer und resilienter Versorgungsketten; 12 Monaten fir prioritare strategische Projekte durch
= Risikovorsorge und -minimierung; Mobilisierungsinstrumente wie InvestEU, EIB-Unterstltzung,

= Verbesserung der Nachhaltigkeit & Kreislauffihrung Innovationsfonds und das Europaische Verteidigungs-

kritischer Rohstoffe; industrieprogramm;
= Diversifikation der Rohstoffimporte. = Vertiefung der Zusammenarbeit mit internationalen

: : Partnern durch erweiterte Diplomatie zu kritischen
Richtwerte 2030 fiir EU-Versorgungskapazitditen P

- Rohstoffen;
inldndische inldndische inldndisches max. Beschaffung
Gewinnung* Aufbereitung* Recycling* aus einem Dirittland*
' = Koordination von Lagerhaltung, gemeinsamem Einkauf und
. ‘ Projektentwicklung durch ein "Critical Raw Materials Centre"
(Vorbild: JOGMEC in Japan).
10% 40% 25% 65%

* Anteil des jihrlichen Verbrauchs an strategischen Rohstoffen EC (2024); EC (2025)



Strategien & Massnahmen zur Forderung der Resilienz von
Halbleiter-Versorgungsketten fiir die Schweiz

@

Analysieren & liberwachen
= Systematische Analyse der Lieferketten - Verwundbarkeiten fur strategische Ber he / Technologien;

= Monitoring & Foresight (Szenarien).

C
Daten- und Informationsgrundlage verbessern ge(\
= Erhebung von Unternehmensdaten zu kritischen Abeﬁh
= Aufbau einer nationalen Datenplattfor e ohstoffe, Halbfabrikate und Kompenenten?
Forschung & Innovation star 6
= Fokussierung auf Nis mz B. Leistungselektronik, Sensorik / MEMS, Testsysteme);

- Forderung&) kten / Programmen zu Effizienzsteigerung, Substitution & Kreislauffihrung.

Internationale Elnbettung vorantreiben

= Engere Anbindung an EU-Initiativen (u.a. Chips Act, Energy & Raw Materials Platform, Rohstoff-Allianzen);

= Gezielte Kooperationen / Freihandelsabkommen / Vereinbarungen mit Rohstoff- und Technologiestaaten.



Halblelterm Handlungéoptlonen

Juerg Leuthold™

(1) ETH Zurich, Institute of Electromagnetic Fields (IEF), 8092 Zurich, Switzerland,

'EF Institute of Electromagnetic Fields Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch | 09.03.26 | 28



Halbleiter-Chips — die Chance

Der grosse Markt: Spezialchips - Nischen ein grosser Markt
Chips fur Server, Al, PCs,...

Feuchtesensor — hochprazise
(Sensirion)

'EF Institute of Electromagnetic Fields Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch | 09.03.26 | 29



Halbleiter — Die Voraussetzungen

Zugang zu
* Chip Design
* Chip Herstellung

Gut ausgebildete Fachkrafte

'EF Institute of Electromagnetic Fields Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch | 09.03.26 | 30



Gut ausgeblidete Fachkrafte - Handlungsoptionen

High-Tech Standorte

« USA: Import von Talenten
* Aufstrebende Tech Nationen:
Programmierung, App-Entwicklung, MINT
Facher sind ein grosser Teil der Syllabi
 Asia: South Korea, China, Taiwan,
Hong Kong, Singapore, Philippines,
India: Programmierung, Coding, App
Entwicklung
« Estonia: Programmierung ab
Primarstufe

'EF Institute of Electromagnetic Fields

Schweiz

Es fehlt an Universitatsabgangern im High-Tech.

Exklusives gymnasiales System

(wenig Abganger, Selektion auf Sprachen)

Import von Talenten:

(ETH E’Technik bis zu 60% der Studierenden

kommen aus dem Ausland)

Forschungsinitiativen (Zeitlich beschrankt)

Handlungsoptionen fur die Schweiz:

MINT Bildung, die begeistert

(Programmierung/App Entwicklung begeistert!)

Problem: Bereitschaft neue Inhalte einzufuhren, &

alte zu streichen.

Forschungsinitiativen, welche Uberdauern

Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch |
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Die Herausforderungen der Chip-Herstellung

Zwei grosse Infrastrukturaufgaben gilt es zu meistern

= Design = Herstellung

’EF Institute of Electromagnetic Fields

Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch |
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Chipherstellung — Bsp. eines Spezialchips

E-Retina Chip zur Wiederherstellung der Sehkraft bei
Retinadegradation

——Background intensity 1 Background intensity 2

- Background intensity 4

----- Background intensity 3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Logarithm of Light Intensity(arbitrary units)

Neu entwickelter Photodetector

Der Detektor kann
Helligkeit Uber 9

Stimulation
Electrode

Zehnerpotenzen
abdecken!
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Chipherstellung — Bsp. Fabrikationsschritte e-Retina Chip

Markers & Trenches Insulation Planarization
— Ml — T —
ICP 1 PECVD CMP & RIE
Contacting Patterning Graphene Transfer Insulation

I - — I -
Evaporator RIE Custom Setup ALD

|

Passivation Wiring

ALD Evaporator
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Chipherstellung — Ein Fabrikationsschritt genauer betrachtet

enches Insulation Planarization

Remove Resist
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Chipherstellung — Globale Chip-Initativen

USA EU China ‘South Korea Japan Taiwan

CHIPS for America European Chips Act Big Fund Ill Microelectronics Investment Fund Taiwan Chips Act

Act :and IPCEI | Cluster | Microelectr. industry |

o

$52 bn >$19bn $41bn' ~$3bnz $6.8bn | Tax Incentives
by 2026 ; by 2030 by 2028 by 2032 by 2026 until 2029

Source: Strategy & analysis (LinkedIn)

Mehrere Chips Acts verabschiedet: EU Chips Act, US CHIPS act,..

Technologische Abschottung des Designs & der Produktion (USA, China, EU, etc.)
Digitale Souveranitat
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Die Losung

+ Gerate an wenigen Standorten clustern

* Infrastruktur unter gleichwertigen Partnern teilen
* Universitaten
* Industrie

» Start-ups
IMEC, Leuven, Belgium

* Kleines Land. 1984 Entscheid, eine nationale Reinraum-Facility in Lueven zu bauen: Modell offene
Innovation.
l.e. Vor-kompetitive Forschung, Fabless Firmen, F&E von Industrie und Universitaten

* Heute eine 700 Millionen Euro Infrastruktur, 5000 Angestellte
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Die Losung

Gerate an wenigen Standorten clustern
Infrastruktur unter gleichwertigen Partnern teilen
* Universitaten

* Industrie

VTT Technical Research Centre of Finland and Aalto University

» Start-ups

'EF Institute of Electromagnetic Fields

09.03.26
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Die Swiss Chip Alliance — ein Zusammenschluss Herstellern @cmppob

Swiss Chip Alliance (SCA)

B Netzwerk der wichtigsten
Reinraumbetreiber

B Netzwerk bestehend aus

o Forschungsanstalten

o Industrie
Grossindustrie,
SME, Startups,

m Fabs zur Herstellung von

Spezialchips der Elektronik

und Photonik

Ziel:
- Designtools teilen

Switzerland

Swiss Chip Alliance
Semiconductor and Photonics Research and Innovation Centers
ETHzurich

Al ‘.Chip FabLab @Empa
‘\_:_-3 e witzerlan ateras Science and Technclogy

# .  Industry Partners

“~ N swiTzERLAND
INNOVATION
o

! B
W SWITZERLAND
INNOVATION

BRNC

\ Binnig and Rohrer
J—/ ~  Nanotechnology Center
- /

.Sensor. OOST

innovation
hub. o fseers
= & “ ;SWITZERLAND
) 1 BavaTen
c M I f;’SWITZERLAND l'\—_—j /\/_/ ‘ ‘-\\“I[.:L i:’
A O Flagship Center @ Application/Technology Center

- Fabrikationsinfrastruktur zur Verfugung stellen

- Fachkrafte ausbilden

Chip FabLab - Overview Presentation - 5 August 2025
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Handlungsoptionen — Zugang zu Fab durch Clustering (Bsp. ZH)

R EE = = — TG

iRy,
‘\ i
il T
i
B =
Nt .
¢ I L -
+ o - [ —
l
Iy S
—y

BRNC (IBM & ETH), RUSChIikﬁ
ETH, ET Clenrooms
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Chancen und Handlungsoptionen fur die Schweiz

« Die Chancen
» Es gibt einen grossen Markt fur Nischenprodukte — eine Starke der Schweiz

» Die Voraussetzungen
» Gute Ausbildung — Fachkrafte
« Zugang zu Design-Tools
« Zugang zu Fabs

» Die Handlungsoptionen

* Fachkrafte gewinnen: Technologie-Begeisterung wecken — Syllabi anpassen
Fachkrafte ausbilden: Schwerpunktprogramme in der Forschung (e.g. SwissChips),...
Forschung und Entwicklung von Unternehmen fordern: Innosuisse
Zugang zu Rohstoffen, Halbfabrikaten und fertigen Halbleitern sichern
Zugang zu Design-Tools uber Design-Centers
Zugang zu Fabs durch Clustering an wenigen Orten

IEF Institute of Electromagnetic Fields Juerg Leuthold, Leuthold@ethz.ch |
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Danke!
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Weitere Fachleute (neben Referent:innen)

Julia Arlinghaus Thomas Schulthess

Ordinaria fiir Logistik & Supply Chain Direktor Swiss National Supercomputing
Management, Universitat St. Gallen Centre (CSCS), Professor fiir computational

physics, ETH Zirich
akademien der

= ¥ wissenschaften schweiz Science et Politique a table - Bern - 03.03.2026



Wie kann die Schweiz den Zugang
zu Computer-Chips und Halbleitern
sichern?

«p

SCIENCE ET POLITIQUE

Kad er d @ ’/

iSS aften schweiz




